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摘要(译)

描述了一种制造微流体装置的方法。提供其上具有至少一个器件的衬
底，其中该器件包括至少一个沟道。接下来，加热通道旁边的区域，然
后拉动基板以颈部区域，使得形成与通道连接的至少一个毛细管。本发
明还提供了一种微流体装置，包括基底和至少一个毛细管。特别地，基
板上具有至少一个器件，并且器件具有至少一个通道。毛细管与通道连
接，其中基板和毛细管是一体结构，使得毛细管和通道之间的界面是无
死体积的。
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